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IDARI OZET

'Seramik Uretimi' (CER) baslikli BAT (Mevcut En Iyi Teknikler) Referans Dokiiman1 (BREF),
96/61/EC sayili Konsey Direktifinin (IPPC Direktifi) 16(2) nolu maddesi kapsaminda yiiriitiillen
bilgi aligverisi hakkindadir. Hedeflerin, kullanim ve yasal sartlarin agiklamalarini igeren ve
bagvuru belgesi 6nséziiyle birlikte okunmak {izere tasarlanan bu idari 6zet; temel bulgular1 ve
baglica BAT sonuglarinin 6zetini ve ilgili emisyon ve tiiketim seviyelerini tanimlar. Bu belge,
bagimsiz bir belge olarak okunup anlagilabilir ancak, 6zet olarak, bagvuru belgesinin tam
metninin karmagikligin1 ortaya koymaz. Bu sebeple, BAT kararlar1 alma siirecinde tam metnin
yerine okunacak bir bagvuru belgesi olarak kabul edilmemelidir. Bu 6zetin, Bolim 4 ve S'le
birlikte okunmadan dogru yorumlanamayacagi tekrar vurgulanmalidir.

BELGENIN KAPSAMI

Bu belge, 96/61/EC sayili Direktif Ek I Bolim 3.5.'te belirtilen endiistriyel faaliyetleri ele
almaktadir, yaniérnegin;

'3.5. FirmlamaPisirme iglemiyle, 6zellikle cati kiremitleri, tuglalar, refrakter (1siya dayanikli)
tuglalar, fayanslar, keramik ya da porselenler gibi seramik {iriinlerin imalatinin yapildigi,
tesislerin giinliik tiretim kapasitesi 75 tonu gegen mektedir-ve/veya firin kapasitesileri 4 m®’ii ve
firin bagna yiikleme yogunlugukta 300 kg/m*'ii asan tiir'. tesisler.

Bu belgenin kapsami i¢in bu tanimm iginde yer alan endiistriyel faaliyetler 'seramik endiistrisi'
olarak anilacaktir. Seramik iiriinlerinin (seramiklerin) imalatina dayali-edildigi baslica sektorler:

duvar ve zemin fayanslari

tuglalar ve ¢ati1 kiremitleri

zliccaciye ve siis esyalar (evde kullanilan seramikler)
1stya dayanikli tirlinler

seramik sihhi tesisat

teknik seramikler

sirl kil borular

genlestirilmis kil agregalari

inorganik bagli agindiricilar

Bu belge, temel imalat faaliyetlerinin yaninda emisyon yada kirliligi etkilemekle dogrudan ilgili
diger faaliyetleri de kapsar. Yani, bu belge ham maddelerin hazirlanmasindan biten {irlinlerin
sevkiyatina kadar olan faaliyetleri igerir. Ham maddelerin ¢ikarilmasi gibi belli faaliyetler ana
faaliyetle dogrudan ilgili olarak goriilmedigi i¢in bu belgede ele alinmamistir.

SERAMIK ENDUSTRISI

Genel olarak 'seramik' (seramik iiriinler) kavrami; metalik olmayan bilesiklerden olusan ve
pisirme siireciyle kalici hale getirilen (bir miktar organik icerik bulunmasi muhtemel) inorganik
materyaller (organik—icerik—bulunmast—muhtemeb—igin kullanilir. Kil bazh materyallere ek
olarak, bugiin seramiklar az miktarda kil igeren ya da hi¢ igermeyen ¢ok ¢esitli {iriinii de kapsar.
Seramikler sirl ya da sirzsiz, gézeneklidelikli ya da vitrifiyeeamlastirilmis-olabilir.

Seramik cisimlerin pisirilmesi, cisimleri olusturan minerallerin genellikle yeni mineral
karisimlarma ya da camsi fazlara zaman-is1 degisimini tetikler. Seramik {irtinlerin karakteristik
o6zellikleri yiiksek dayaniklilik, asmma direnci, uzun hizmet dmrii, kimyasal durgunluk, toksisite
icermeme Ozelligi, 1siya ve atese dayaniklilik, (genellikle) elektrik direnci ve bazi durumlarda

gozeneklilik 6zelligidir.
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Killi ham maddeler Avrupa ¢apmnda yaygm olarak dagitilir, bu ylizden tugla gibi nispeten
masrafsiz vb—_(ancak agirhiklari yiiziinden yiiksek nakliye maliyetleri olan) seramik iiriinler
neredeyse biitiin Uye Devletlerde imal edilir. Insa etme gelenekleri ve miras1 konular1 goz
oniine alindiginda, birim biiyiikliiklerin iilkeden iilkeye degistigi goriiliir. Daha yiiksek fiyatlar
talep eden daha Ozelgelismis tiriinler, genellikle gerekli ham maddelere ve -aymi derecede
6nemli olan- beceri ve uzmanlik gelenegine sahip birkag tilkede tiretilir.

TEMEL CEVRESEL KONULAR

Belirli iiretim siireglerine (proseslerine) bagli olarak, seramik iiriinler imal eden tesisler havaya,
suya ve topraga (atik olarak) salinan emisyonlara sebep olurlar. Ayrica, ¢evreye giiriiltii ve hos
olmayan kokular da yayilabilir. Hava kirliliginin tiri ve miktari, atiklar ve atik su farkli
parametrelere tabidir. Bu parametreler, 6rnegin: kullanilan ham maddeler, yardimer ajanraglar,
yakitlar ve iiretim yontemleridir:

e havaya salman emisyonlar: partikiilgactk madde/toz, js, gaz haldeki emisyonlar
(karbondioksit, azot oksitler, kiikiirtdiyoksit, inorganik florin ve klorid bilesikler, organik
bilesikler ve agir metaller) seramik iiriinlerinin imalatindan kaynaklanabilir.

e suya salmman emisyonlar: proses atik sulari; temel olarak, mineral bilesenler (¢oziinemez
partikiileactk madde) ve baska inorganik materyaller, kiigiik miktarlarda cesitlicok—saytda
organik materyaller ve yrlca baz1 aglr metaller icerir.

tiplerdeki camur atlklar kirilmis kaplar, kullanilmig plaster kaliplar, kullanilmig sogurum
(sorpsiyon) araglari, kati artiklar (toz, kiil) ve ambalajpaketienmis atiklari

e  enerji tilketimi/CO, emisyonlariu: Prosesin en énemli kisimlaridan biri, kurutmayi takiben
800 ve 2000 °C arasinda degisen sicakliklarda pisirme islemini takiben kurutmayt-da-iceren

temel—stireclerin—gerceklestigi—igcerdiginden,seramik endiistrisinin tiim sektorleri ener]l
yogun ¢aligir. Bugiin dogal gaz, LPG (biitan ve propan) ve fuel oil EL genellikle pisirme

icin kullanilirken; agir yakitlar, sivilastirilmis dogaz gaz (LNG), biyogaz/biyoyakit, elektrik
ve kati yakitlar (kdmiir, petrol koku gibi) da eeaklarda-priilorler icin kullanilan enerji
kaynaklaridir.

UYGULANAN PROSESLER VE TEKNIiKLER

Seramik iriinlerin imalat1 farkl tipteki firmlarecaklarda, ¢ok ¢esitli ham maddelerle ve sayisiz
sekil, boyut ve renkte yapilir. Bununla birlikte genel seramik iiretme siireci oldukca tekdiizedir,

ancak duvar ve zemin fayanslari, evde kullanilan seramiklar, seramik sihhi tesisat ve teknik
seramiklar ¢ogu zaman cok asamalifarkh pigirme siirecleri gerektirirler.

Genelde, ham maddeler karistirilir, kaliplara dokdiliir, preslenirbastirilr ya da kaliptan gekilir.
Karistirma ve sekil vermenin en diizgiin sekilde gerceklesmesi icin-siirecinde diizenli olarak su
kullanilir. Bu su kurutucularda buharlastirilir ve driinler ya elle firmlara konur - ozellikle

periodik olarak ¢alistirilan mekik firinlara- ya da, tastyetara—yerlestiritic—ve slirekli igleyen
roller hearth veya tiinel firmlarm icerisinden gecen tastyicilara yerlestirilir.tiinel-aracthgtyla

makara—tabanl—firmlara—iletilir. Genlestirilmis kil agregalarmin imalati i¢in doner firmlar
kullanilir.

Pisirme sirasinda tiriine dogru islem uygulandigindan emin olmak i¢in en dogru 1s1 derecesini
ayarlamak gereklidir. Sonrasinda kontrolllii sogutmayla iiriiniin yavas yavas 1sisini birakmasi
ve seramik yapismin korunmasi saglanir. Daha sonra iriinler paketlenir ve nakliye igin
depolanir.
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EMISYONLAR VE TUKETIMLER
Emisyonlar

Kil ve diger ham maddelerin islenmesi, 6zellikle kuru materyaller s6z konusu oldugunda,
kagmilmaz olarak toz olusumlarina sebep olmaktadir. Sprey kurutmada dahil olma fizere
kurutma, ufalama (6giitme, ¢ekme), tarama, karigtirma ve tasima#etim siireglerinin hepsi, ince
toz olusumuyla sonuglanabilir. Bazi tozlar da kaplarin pisirilmesi ve dekorasyonu sirasinda ve
pismis kaplar iizerinde makine ile isleme ya da rotiis islemleri sirasinda olusur. Toz emisyonlari
sadece yukarida bahsedilen ham maddelerden kaynaklanmaz, ayrica yakitlar da bu hava
emisyonlarm olusumuna katkida bulunur.

Kurutma ve pisirme sirasinda ortaya ¢ikan gaz halindeki bilesikler genellikle ham maddelerden
kaynaklanir. Ancak yakitlar da gaz halindeki kirleticilerin olusumuna katki saglar. Bu
kirleticiler 6zellikle SOx, NOx, HF, HC1, VOC ve agir metallerdir.

Proses atik suyu genellikle imalat ve ekipman temizleme siirecinde killi materyaller suyla
temizlenirken ve akan suda tutulurken ortaya c¢ikar.n—emisyortardi-ancak sSuya salinan

gereksinimlerine gore—ydiziinden tesiste tekrar kullanilabilir. Tesiste geri doniistiiriilemeyen
materyaller, baska endiistrilerde kullanilmak iizere ya da dis—tesislere—atik geri doniislimii
veyaiein-ya da atik bertaraftasfiyest tesislerine gonderilebilir.

Tiiketimler

Seramik endiistrisindeki baglica enerji kullanimi pigsirme firmi igindir ve bir¢ok siirecte ara
tirlinlerin ve-ya sekil verilmis kaplarm kurutulmasi da enerji yogun islemlerdir.

Su, neredeyse tiim seramik iretim siireglerinde kullanilir ve iyi kaliteli su; kilin ve ¢amur
sirinin, kaliptan g¢ekilecek killi cisimlerin, sekil vermede kullanilan 'camurun' ve spreyle
kurutulmus tozlarin hazirlanmasinda ve 1slak 6giitme/¢cekme, yikama, temizleme islemleri igin
esastir.

Seramik endiistrisinde ¢ok ¢esitli ham madde tiiketilir. Bunlar, yiiksek tonaj baski gibi temel
cisim sekillendirme materyelleri, g¢esitli katki maddeler, baglayict maddeler ve daha az
miktarlarda kullanilan ve yiizeye uygulanan dekoratif materyallerdir.

BAT'IN BELIRLENMESINDE GOZ ONUNE ALINACAK TEKNIiKLER

IPPC Direktifi’nin seramik endiistrisinde uygulanmasiyla ilgili 6nemli konular; suya ve havaya
salinan emisyonlarin azaltilmasi, enerji verimlietkinligi, ham madde ve su kullanimi,
minimizasyonat+—en—aza—indirme, proses kayiplarmm/atiklarin ve proses atik sularmin geri
kazanimi ve doniistiiriilmesi ve etkili yonetim sistemleridir.

Yukarida bahsedilen konular, siirece-entegre ¢Oziimler ve boru-sonusen—eare tekniklerinin
dokuz ayr1 seramik sektériinde uygulanabilirligini ele alir. Bu baglamda, kirlilik dnleme ve
kontrolii ile ilgili yaklasik 50 teknik asagidaki yedi baslik altinda sunulmustur:
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Enerji tiilketiminin azaltilmasimi (enerji etkinligiverimliligi)

Enerji kaynaginim-secimi, pisirme teknigi ve 1s1 geri kazanim yontemi_ile ilgili secimler; firin
tasarimi ile ilgili ana konulardir, ayrica bu konular ¢evresel performansi ve imalat siire¢lerinin
enerji etkintigini-verimliligini etkileyen en 6nemli faktorler arasindadir.

Enerji kullanimini azaltan, tek basina ya da kombinasyonlar seklinde uygulanabilen temel
teknikler asagida listelenmis ve bu belgede detayli sekilde agiklanmigtir:

gelismis firm ve kurutucu tasarimi

firmlardan kaynaklanan fazla 1simm geri kazanimi
birlesik-iretimKojenerasyon/birlesik kombine 1s1 ve enerji-istasyonutermik santraller
agur yakitlar ve kat1 yakitlarin diisiik emisyon yakitlariyla ikamesi

seramik cisimlerin modifikasyonutadilatt

Toz emisyonlar (partikiilpareaetk madde)

Kagak ve kanalize toz emisyonlarmim onlenmesi igin tek bagina ya da kombinasyonlar seklinde
uygulanabilen teknikler ve 6nlemler:

e tozlreten islemlerle ilgili 6nlemler
e  yigm depolama alanlari ile ilgili 6nlemler
e ayirma/filtre sistemleri

Gaz halindeki bilesikler

Gaz halindeki havae kirleticilerinin (6zellikle SOxx, NOx, HF, HC1, VOC) énlenmesiyle ilgili
tek basina ya da kombinasyonlar seklinde uygulanabilen birincil ve ikincil dnlemler/teknikler:

kirletici onciil girdinin azaltilmast

kalsiyum bakimindan zengin katki maddelerinin eklenmesi
proses optimizasyonu

sogurum (sorpsiyon) tesisleri (ylizeye ¢ekici, adsorber)
ikincil yakma

Proses atik suyu
Proses atik suyu (emisyonlara ve tiiketimi) azaltimi ig¢in hedefler ve ¢oziimler proses
optimizasyonu 6nlemleri ve proses atik suyu aritma sistemleri seklinde sunulmustur. Proses atik

suyu emisyonunun azaltimi ve su tiiketiminin disiiriilmesi ile ilgili bu O6nlemlerin
kombinasyonlar1 kullanilabilir.

uygulanir.

Giiriiltiiyle ilgili genel hususlar
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Seramik imalat: siirecinin ¢esitli adimlarinda goriilen giiriiltiiyii azaltma yollar1 agiklanmugtir.
Giiriltiiyii azaltmayla ilgili genel bir 6zet ve degerlendirme sunulmustur.

Cevresel yonetim araclari/cevresel yonetim sistemleri (EMS)

EMS, genel olarak endiistriyel faaliyetlerin ¢evresel etkilerinin _minimizasyonu i¢in ¢ok
onemlidir,-azaltma kenusunda, 6zel-olarak-dave seramikler konusunda 6zellikle dnemli e-iliskin
bazi 6nlemler sunar. Bu nedenle, bu belgede EMS; tasarim, insaat, bakim, faaliyetistem ve tesisi
kullanima kapatma gibi konularda igletmecilere kullanabilecekleri bir ara¢ olarak sistematik ve

acik bir sekilde sunulmustuir.

SERAMIK iIMALATINA iLiSKIN BAT

BAT bolimii (Boliim 5), 6zellikle Bolim 4'teki bilgilere dayanarak mevcut en iyi tekniklerin
tanimlarmi iceren Madde 2(11)'i ve Direktif Ek IV'te listelenen hususlar1 gbéz Oniinde
bulundurarak genel anlamda BAT olarak belirlenen teknikleri tanimlar. Onsozde biitiin
yonleriyle tanimlandig1 gibi, BAT boliimii emisyon limit degerleri belirlemez ya da 6nermez
ancak BAT'm kullanmma iliskin tiikketim ve emisyon degerleri sunar. Uygun izinruhsat
kosullarinin belirlenmesi; yerel faktorlerin, ilgili tesise ait teknik ozellikler, cografi konum ve
yerel cevresel kosullar gibi tesise Ozgli faktorlerin dikkate alinmasini gerektirir. Mevcut
tesislerle ilgili olarak, ekonomik ve teknik iyilestirmenin uygulanabilirligi de gz Oniine
alinmalidir.

Asagidaki paragraflar en giincel ¢evresel konulara iligkin seramik imalatiyla ilgili temel BAT
sonuglarimi 6zetler. BAT sonuglari iki agsamada belirlenmistir. Kisim 5.1, genel BAT sonuglarini
yani biitiin seramik endiistrisinde genel olarak uygulanabilen sonuglari sunar. Kisim 5.2, daha
6zel BAT sonuglarini yani incelenen dokuz ana seramik sektorii ile ilgili sonuglari igerir. Belirli
tesisler i¢in 'Mevcut En Iyi Teknikler'; genel ve sektore dzgii kisimlar1 igeren ilgili bolimde
listelenen teknikler ve 6nlemlerin tek basma ya da kombinasyonlar seklinde kullanilmasidir.

Bu Idari Ozet, bu belgedeki BAT sonuglarinin 6zetlenmis, kisaltilmis versiyonudur. ilgili BAT
sonuglarmimn tamamin1 okumak i¢in, bu belgede Bolim 5'teki ilgili kisimlara bakiniz.
Genel BAT

Genel BAT kismi, bu belgede detayh sekilde agiklanan ve tanimlanan dokuz sektdre iligkin
genel BAT sonuglarini igerir.

Bu idari Ozette bu belgedeki BAT sonuglarinin zet halinde sunuldugu belirtilmistir. Bu BAT
Ozetinin, ayrica Ozette bahsedilen ilgili BAT AEL araliginin, bu belge; Bolim 4 ve Boliim 5'te
yer alan ilgili BAT sonuglarnin tamamiyla birlikte okunmadik¢a, dogru sekilde
yorumlanamayacagi tekrar vurgulanmalidir.

Cevresel yonetimi:

Kisim 5.1.1'de listelenen o6zelliklere ve 6zel durumlara uygun olan bir Cevresel Yonetim
Sistemi (EMS) benimsenmesi ve uygulanmast

Enerji tiiketimi:

Bolim 5.1.2.a'da listelenen ve burada asagidaki sekilde ozetlenen birgok teknigin
kombinasyonunun uygulanmasiyla enerji tiikketimin azaltilmast:

e  gelismis firin ve kurutucu tasarimi
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e firinlardan, ozellikle firinlarin sogutma bélimlerinden kaynaklanan, fazla ismm geri
kazanimi

e firinda pigirme siireclerinde yakit degisiminin uygulanmasi (agir yakitlar ve kati yakitlarin
diisiik emisyon yakitlartyla ikamesi)

e seramik cisimlerin modifikasyonutadilati

Yararli 1s1 talebi temelinde ve ekonomik olarak uygulanabilir enerji diizenleme semasi dahilinde
kojenerasyonbirlesik—iiretim/birlesik 1s1 ve enerji istasyonu uygulamalariyla birincil enerji
tilketiminin azaltilmast

Dagilan_(difiiz) toz emisyonlary:

Kisim 5.1.3.1'te listelenen ve toz iireten islemler ve y1gin depolama alanlarma iliskin 6nlemler
seklinde Ozetlenen birgok teknigin bir kombinasyonunun uygulanmasiyla dagilan toz
emisyonlarmin azaltilmasi

Kurutma, sprey kurutma ve pisirme disindaki toz iireten islemlerden kaynaklanan
kanalize toz emisyonlari

Toz iireten iglemlerden kaynaklanan kanalize toz emisyonlarmn torba filtreler uygulanarak yarim
saatlik ortalama deger olan 1 ila 10 mg/m® aralhigmna diisiiriilmesi. Ozel islem kosullarma gore bu
aralik daha yiiksek olabilir.

Kurutma prosessiire¢lerinden kaynaklanan toz emisyonlar:

Kurutucunun temizlenmesi, kurutucuda toz artiklarin birikmesinin engellenmesi ve yeterli
bakim protokollerinin uygulanmasiyla kurutma siire¢lerinden kaynaklanan toz emisyonlarimm
giinliik ortalama deger olan 1 ila 20 mg/m® araligina diisiiriilmesi

Firinda pisirme siireclerinden kaynaklanan toz emisyonlari

Firinda pisirme siireglerinden kaynaklanan toz emisyonlarinin Kisim 5.1.3.4'te listelenen gesitli
tekniklerinden olusan bir kombinasyonunun uygulanmasiyla giinliikk ortalama deger olan 1 ila
20 mg/m3 araligna diisiiriilmesi. Bu teknikler, diisiik kiil icerenti yakitlarin kullanimi ve firmda
pisirilecek kaplarin doldurulmasi sonucu olusan toz olusumunun en aza indirilmesi seklinde
Ozetlenebilir.

Bir filtreyle kuru baca gazi temizleme islemi uygulanmasi, toz emisyon seviyesinin temiz baca
gazinda 20 mg/m*tten az olmas1 BAT'tir. Kaskad tipi sikistirilmis yatak yiizeye cekici (adsorber)

kullanilmasi, toz emisyon seviyesinin temiz baca gazinda 50 mg/m’'ten az olmasi BAT'tr.
(genlestirilmis kil agregalari i¢in, bakiniz sektore 6zgii BAT)

Gaz halindeki bilesikler, birincil 6nlemler/teknikler:

Firinda pisirme siirecinden kaynaklanan baca gazindaki gaz halindeki bilesiklerin (6rnegin HF,
HCl, SOx, VOC, agir metaller) Kisim 5.1.4.1'de listelenen tekniklerden birinin veya birkag

azaltilmasi ve 1sitma egrisi optimizasyonu seklinde 6zetlenebilir.

Firinda pisirme siireglerinden kaynaklanan NOx emisyonlarint 1300 °C derecenin altindaki firin
gaz1 dereceleri i¢in NO, i¢in belirlenen giinliik ortalama deger olan 250 mg/m™iin altinda
tutmak, 1300 °C ve iistindeki sicakliklar i¢inse bu orami 500 mg/m*iin altinda tutmak igin
Kisim 4.3.1 ve 4.3.3'te listelenen birincil dnlemler/tekniklerin bir kombinasyonunu uygulamak
(genlestirilmis kil agregalari i¢in, bakiniz sektore 6zgii BAT)
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Birlesik—tiretimKojenerasyon motorlarindan kaynaklanan atik gazlardan yayilan NOx
emisyonlarmi NO, i¢in belirlenen giinliik ortalama deger olan 500 mg/m’'in altinda tutmak i¢in
proses optimizasyonu 6nlemleri uygulamak.

Gaz halindeki bilesikler, ikincil onlemler/teknikler ve birincil onlemler/tekniklerle
kombinasyon:

Firinda pisirme siireglerinden kaynaklanan baca gazlarindaki inorganik Dbilesiklerin
emisyonunun azaltilmasi i¢in Kisim 5.1.4.2'de listelenen tekniklerden birinin uygulanmasi. Bu

baca gazi temizligi yapilmasi seklinde dzetlenebilir.

Kisim 5.1.4.2'deki bu tablo firinda pisirme siireclerinden kaynaklanan baca gazlarmdaki
inorganik bilesiklere iliskin Kisim 5.1.4.1.a'da belirtilen birincil onlemler/tekniklerin ve/ya
Kisim 5.1.4.2'de yer alan ikincil 6nlem/tekniklerin uygulanmasiyla elde edilecek BAT emisyon
seviyelerini gostermektedir.

Parametre Birim, giinliik ortalama deger BAT AEL"
olarak

(HF seklinde belirtilen) Florid mg/m’ 1-107
(HCI seklinde belirtilen) Kloriir mg/m’ 1-30%
(SO, seklinde belirtilen) SOx mg/m’ <500
Ham maddedeki kiikiirt icerigi <0.25 %
(SO; seklinde belirtilen) SOx mg/m’ 500 — 2000
Ham maddedeki kiikiirt icerigi >0.25 %

DAralik, ham maddedeki (6nciil girdi) kirletici igerige bagh olarak degisir yani ham maddede diisik (6nciil girdi)
kirletici icerige sahip seramik triinlerin pisirilmesi siireci i¢in araliktaki diisiik degerler BAT'tir, ham maddede
yiiksek (Onciil girdi) kirletici icerige sahip seramik iirlinlerin pisirilmesi siireci igin araliktaki yiiksek degerler BAT
AEL'dir

) Yiiksek BAT seviyeleri ham maddenin 6zelligine bagh olarak diisiiriilebilir.

% Yiiksek BAT seviyeleri ham maddenin 6zelligine bagl olarak diisiiriilebilir. Ayrica, yiiksek BAT AEL atik suyun
tekrar kullanimini engellememelidir.

¥ Yiiksek BAT seviyeleri sadece ham maddede kiikiirt igerigi asin derecede yiiksekse gecerlidir.

Proses atik suyu (emisyonlar ve tiiketim)

Kisim 4.4.5.1'de listelenen cesitli proses optimizasyon oOnlemlerinin tek bagsma ya da
kombinasyonlar halinde uygulanmasiyla su tiiketiminin azaltilmassa1.

Temiz proses atik suyu Kisim 4.4.5.2' de listelenen ¢esitli proses atik su aritimami sistemlerinin
tek bagma ya da kombinasyonlar halinde kullanilmasiyla suyun imalat siirecinde tekrar dahil
edilecek ya da dogrudan su yollarina ve—ya dolayli olarak belediye atik su kanalizasyon
sistemine desarj edilebilecekbosaltitacak oranda temizlendiginden emin olmak.

Kisim 5.1.5' te yer alan asagidaki tablo atik su desarjinbesaltmnda kirleticilerin ilgili BAT
emisyon seviyelerini gostermektedir:

Parametre Birim . B AT AEL .
(2 saatlik birlesik numuneérnek)
AskidaCékelmemis kat maddeler | mg/l 50.0
AOX' mg/l 0.1
Kursun (Pb) mg/l 0.3
Cinko (Zn) mg/l 2.0
Kadmiyum (Cd) mg/l 0.07

! AOX (Adsorbable organic halides): yiizeyde tutunabilen organik halojenler
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idari Ozet

Uretim miktar1 basma spesifikbelirli kirletici agrhgi-yiikii (kg cinsinden islenen ham madde),
%50'den daha az su geri doniisiim oranindan kaynaklanan kirletici yiikiindenagirhigmdan daha
yiiksek olmadigi siirece, ve proses suyunun %50'den fazlasinin imalat siirecinde yeniden
kullanilmasi halinde, s6z konusu kirleticilerin yiiksek konsantrasyonlart hala BAT AEL olabilir

Camur atik:

Camurk atik geri doniisiim sistemleri ve/ya diger lirlinlerde ¢amur atik yeniden kullaniminin
uygulanmasiyla ¢camur atigm geri doniistiiriilmesi/yeniden kullanimi.

karismamis ham maddelerin geri beslemesi
kirilmis kaplarin imalat siirecine geri beslemesi

pisirmenin elektronik kontrolii pisirme kentrolt
optimize edilmis ayarlarm kullanimi1
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Giiriiltii:

Kisim 5.1.8'de listelenen ve asagida Ozetlenen gesitli tekniklerin bir kombinasyonunun
uygulanmasiyla giiriiltiiniin azaltilmasi:

birimlerin kapatilmasi

birimlerin titresim yalitimi

susturucu ve yavas donen fanlarm kullanimi

pencereleri,-ve-kapilari_ve giiriiltiilii birimleri komsulardan uzak olacak sekilde giiriiltiilii
birimlere-xyerlestirme

pencere ve duvarlarmn ses izolasyonu

pencere ve kapilari kapatma

giriiltlilii (dis mekan) faaliyetleri(ni) giin icinde gergeklestirme

tesisin diizenli bakimi

Sektore 6zgii BAT

Sektore 6zgii BAT, dokuz sektdrden her biri i¢in bu belgede agiklanan ve tanimlanan belirli
BAT sonuglarmi igerir. Bu BAT 6zetinin ayrica 6zette bahsedilen ilgili BAT AEL araliklarinin
Boliim 4 ve Bolim 5'teki ilgili BAT sonuglariyla birlikte okunmadan dogru yorumlanamayacagi
tekrar vurgulanmalidir.

Kanalize toz emisyonlari:

Duvar ve zemin fayanslari, evde kullanilan seramikler, seramik sihhi tesisat, teknik seramikler,
sirh kil borular:

Sprey cilalama proseslerinden kaynaklanan toz emisyonlarin torba filtreler ya da sinterlenmis
katmanl filtreler kullanilmasiyla yarim saatlik ortalama deger olan 1 — 10 mg/m*e diisiriilmesi

Duvar ve zemin fayanslari, evde kullanilan seramikler, teknik seramikler:

Sprey kurutma siireglerinden kaynaklanan toz emisyonlarmm torba filtreler kullanilarak yarim
saatlik ortalama deger olan 1 — 30 mg/m’e diisiiriilmesi ya da durulama suyunun tekrar
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idari Ozet

kullanilabildigi hallerde meveut tesislerde 1slak toz ayiricilarla birlikte siklonlarm kullanimiyla
toz emisyonlarnm 1 — 50 mg/m’e diisiiriilmesi

Genlestirilmis kil agregalari:

Sicak atik gazlardan kaynaklanan toz emisyonlarinmn elektrostatik presipitatdreéktiirtiett ya da
1slak toz ayirict kullanilarak giinliik ortalama deger olan 5 — 50 mg/m’e diisiiriilmesi.

Tugla Ppisirme proseslerinden kaynaklanan toz emisyonlar:

Duvar ve zemin fayanslari:

Firinda pisirme siiregleri sonucu ortaya ¢ikan baca gazlarindan kaynaklanan toz emisyonlarim
torba filtreli kuru baca gazi temizleyici kullanilarak giinliik ortalama deger olan 1 — 5 mg/ m’e
diisiiriilmesi.

Gaz halindeki bilesikler/birincil 6nlemler/teknikler:

Tuglalar ve c¢ati kiremitleri:,

Firinda pigirme siiregleri sonucu ortaya ¢ikan baca gazlarindaki gaz halindeki bilesiklerden (6rn.
HF, HCIl, SOx,) kaynaklanan emisyonlarin kalsiyum bakimindan zengin katki maddeler
eklenerek azaltilmasi.

Genlestirilmis kil agregalari:

DonerMakara—tabanh firmda pisirme siireclerinden kaynaklanan baca gazlarindaki NOx
emisyonunun Dbirincil 6nlemler/tekniklerin bir kombinasyonun uygulanmasiyla NO, icin
belirlenen giinliik ortalama deger olan 500 mg/m’® altnda tutulmasi.

Gaz halindeki bilesikler/ikincil 6nlemler/teknikler:

Duvar ve zemin fayanslari, evde kullanilan seramikler, seramik sihhi tesisat, teknik seramikler:

Firinda pigirme siireglerinden kaynaklanan baca gazlarindaki gaz halindeki inorganik
bilesikesrlerin emisyonunu modiil adsorberler uygulayarak azaltmak. Bu durum, 6zellikle daha
diisiik baca gazi debisi oldugunda (18000 m*/h'iin altinda) ve toz konsantrasyonu ve HF (SO,,
SOs;, HCl) disindaki inorganik bilesikenli ham gaz konsantrasyonlar1 diisiik oldugunda
gecerlidir.

Duvar ve zemin fayanslari:

Firinda pisirme siireglerinden kaynaklanan baca gazlarindaki HF emisyonunun torba filtreli
kuru baca gaz1 temizleyici kullanilarak giinliik ortalama deger olan 1 — 5 mg/ m”e diisiiriilmesi,

Ucucu organik bilesikler:

Duvar ve zemin fayanslari, 1siya dayanikli iriinler, teknik seramikler, inorganik bagh
asindiricilar:

Pisirme siiregleri sonucu ortaya ¢ikan baca gazlarindaki ugugu organik bilesiklerden
kaynaklanan emisyonlarin -ham gaz konsanstrasyonunun 6zelliklerine (6rn. bilesimi, sicakligi)
bagli olarak- bir ya da ii¢ oda termoreaktorle termal ikincil yakma iglemi uygulanmasiyla 100 —
150 mg/m®ten Total C olarak belirtilen ve giinliik ortalama miktar olan 5—20 mg/m’'de
diisiiriilmesi.
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Organik bilesikenlerle islenmis 1s1ya dayanikli iriinler:

Organik bilesikenlerle aritma igslemi sonucu ortaya ¢ikan ugucu organik bilesikenlerdeki atik gaz
hacimlerinden kaynaklanan emisyonlarin aktif karbon filtreler kullanilarak azaltilmasi. Yiiksek
atik gaz hacimleri i¢in, BAT organik bilesikenlerle aritma islemi sonucu ortaya ¢ikan ugucu
organik bilesiken emisyonlarmm termal ikincil yakma islemi uygulanarak 5 — 20 mg/m’'e
diistiriilmesidir.

Proses atik sularin tekrar kullanimi:

Duvar ve zemin fayanslari, evde kullanilan seramikler, seramik sihhi tesisat:

Proses optimizasyonu Onlemleri wyetdayarak—ve proses atik suyu aritma sistemlerinin bir
kombinasyonunu uygulayarak .yle-(duvar ve zemin fayanslari i¢in, tiretilecekn fayansmn tiiriine
gore) 50— 100 % oranlarinda ve (evde kullanilan seramikler ve seramik sihhi tesisat i¢in) 30 —
50 % oranlarinda proses atik suyu geri doniislimiiyle, imalatta kullanilan proses suyunun tekrar
kullanilmasi.

Camur atigin tekrar kullanim

Duvar ve zemin fayanslari:

Seramik cisim hazirlama siirecindeki proses atik suyu aritma isleminden kaynaklanan atik
¢amurun, mimkiin oldugunda, seramik cisme agirlik basina 0.4 — 1.5 % oraninda kuru atke
camur cklenmesi suretiyle, bir attk camur geri doniisiim sistemi uygulanarak, tekrar

kullanilmas = oo s e by

asagidaki tekniklerin tek basina ya da bir kombinasyon halinde kullanilmasiyla azaltilmasi:

e  plaster kaliplar yerine polimer kaliplarin kullanilmasi

e  plaster kaliplar yerine metal kaliplarin kullanilmasi

e  vakumlu plaster karistiricilarm kullanilmasi

e  kullanilan plaster kaliplarin bagka endiistrilerde tekrar kullanimi
GELISEN TEKNIKLER

Cevresel etkileri en aza indirmek i¢in gelistirilmekte olan ya da smirl olarak kullanimda olan
baz1 yeni teknikler, gelisen teknikler olarak adlandirilmaktadir. Bolim 6'da bunlarin bes tanesi
ele alinmigtir:

1styan borulu ocaklar

mikrodalga firin ve kurutucular

1stya dayanikli (refraktdr) Giriinler i¢in yeni tipte kurutma sistemi
entegre sir geri kazanimiyla gelismis proses atik su yonetimi
kursunsuz sir uygulamasiyla yiiksek kaliteli sofra porselenleri

SON SOZLER

Bu Boliimiin Son Sozler kismi; bu belgeyi gelistirirken kullanilan mihenk taslari, seramik
endiistrisine iliskin BAT onerileri iizerinde varilan fikir birligi ve ozellikle bilgi aligverisi
sirasinda saglanmayan, bu sebeple de dikkate alinamayan bilgiler hususuna, ve genelinde halen
var olande-de bilgi eksikligi konularma deginmektedir. Daha sonraki arastirmalar i¢in Oneriler,
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toplanan bilgiler ve son olarak da seramik iretimine iligkin BREF giincellemesi igin Oneriler
sunulmustur.

Avrupa Komisyonu, RTD programlar1 yoluyla, temiz teknolojiler, gelismekte olan atik madde
aritmannt ve geri doniisim teknolojileri ve yOnetim stratejilerine iligkin bir dizi proje
baglatmakta ve bu projeleri desteklemektedir. Bu projeler, potansiyel olarak, sonraki BREF
incelemeleri igin yararl bir katki saglayabilir. Bu nedenle, okuyucularin bu belgenin kapsamiyla
ilgili ile-ilgili arastirma sonuglarin1 EIPPCB'ye bildirmeleri rica olunur (ayrica bkz. bu belgenin
Onsozii).
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